TELSONIC

ULTRASON

Applikationsbeispiel
Elektrische Anschliisse an IGBT-Module
(Insulated-gate bipolar transistor)

KUNSTSTOFFSCHWEISSEN METALLSCHWEISSEN SCHNEIDEN REINIGEN SIEBEN

Aufgabenstellung

Die Cu-beschichteten Keramikplatinen von IGBT-Modulen mUssen
elektrisch optimal leitend mit Kupferanschliissen kontaktiert werden.
Die zahlreichen Verbindungspunkte variieren zwischen den unter-
schiedlichen IGBT-Typen. Durch die Kontaktierung darf die empfind-
liche Keramik nicht beschadigt werden, und die Prozessdaten sollen
nach Bedarf statistisch ausgewertet werden kénnen.

Losung

Diese Anwendung kann mit der torsionalen SONIQTWIST®-Ultra-
schallschweisstechnik als wirtschaftliche Verbindungsmethode opti-
mal geldst werden. In einer x/y-Koordinatenanlage sind die entspre-
chenden Komponenten wie SONIQTWIST®-Schweisskopf, Generator
MAG und Steuerung TCS5 integriert,und die einzelnen Schweiss-
positionen lassen sich mittels vordefinierter Koordinaten servomoto-
risch anfahren und verschweissen.

Vorteile dieser Konfiguration

Durch die hohe Ultraschallfrequenz von 20kHz wird die Oxydhaut
in den Verbindungsstellen aufgebrochen und eine stoffschlissige
Verschweissung mit einem sehr geringen elektrischen Ubergangs-
widerstand erzeugt. Die torsionale Technik bietet beste Voraus-
setzungen zur Integration der Komponenten in eine x/y-Sonderan-
lage bezuglich Zuganglichkeit zu den Schweisspositionen. Der
Generator MAG passt sich automatisch den einzelnen Schweiss-
stellen im Schwingverhalten an, so dass zusammen mit den Qualitats-
Uberwachungsoptionen der Prozesssteuerung TCS5 eine konstant
hohe Schweissqualitat gewahrleistet ist.

Die Applikation wurde erstellt auf einer torsionalen SONIQTWIST®-
Schweissanlage TSP750 bzw. mit entsprechenden Komponenten
integriert in eine x/y-Koordinaten-Sonderanlage.
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